
                                  

 

赛英特半导体新专利：提升晶圆动态参数测试技术的未来之路  
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2025 年 1 月 24 日消息，赛英特半导体技术（西安）有限公司在晶圆测试领域迈出了重要的一步，申请了一项

名为“一种晶圆的动态参数测试电路及测试方法”的专利（公开号 CN119335350A）。据国家知识产权局的信

息显示，该专利申请日期为 2024 年 12 月，这标志着赛英特半导体在提升半导体测试技术方面的又一重大进展。 

随着半导体行业的高速发展，晶圆测试始终是保证芯片质量与性能的重要环节。赛英特半导体的这项新技术，

主要涉及一种新型的动态参数测试电路及测试方法，旨在通过更精确的测试手段，从而提升半导体晶圆的测试

效率与准确性。 

根据专利摘要，所涉及的动态参数测试电路包括电源模块、选路器、储能模块、陪测器件、载片台、测试模块、

主测试器件以及至少一个辅助测试器件。这些模块各司其职，电源模块负责提供电流信号，储能模块则用于存

储这些信号，选路器用于将电流信号传输至主测试器件或辅助测试器件，确保测试过程的高效性和准确性。 

赛英特半导体的创新之处在于其测试电路能够实现多路径的信号传输，这种设计不仅提高了测试的灵活性，也

保证了测试结果的实时性。例如，通过连接的陪测器件可以实时监控辅助测试器件与电源模块之间的信号变化，

这对于晶圆的动态性能测试至关重要。 

在实际应用中，赛英特半导体的这一专利技术有望显著减少测试过程中的等待时间，同时提高测试的准确性。

特别是在高频率、高功率半导体元件的开发过程中，这种高效的动态参数测试能够为设计工程师提供及时的反

馈，有助于在产品设计的早期阶段及时发现潜在问题，降低研发成本。 

赛英特半导体成立于 2007年，总部位于西安市，始终专注于半导体测量和测试技术的研发。通过对外投资和

参与多个招投标项目，公司在行业内树立了良好的技术形象。至今，赛英特已经获得 18 项专利及多项行政许

可，其强大的研发能力为加强国内半导体产业链的自主创新奠定了基础。 

在当今快速变化的科技领域，半导体技术的进步不仅影响到电子产品的性能，也对行业的未来发展路径起着重

要作用。尤其是在人工智能、物联网等新兴技术的推动下，半导体行业面临着巨大的市场机遇。赛英特半导体

的这项专利，正是在这一背景下，展示出其技术实力和市场远见。 

未来，随着 5G、人工智能及量子计算等技术创新的不断推进，晶圆测试技术将迎来更加严格的要求。赛英特

半导体的创新型测试方法，不仅将促进设备的加速研发，还能够为整个半导体行业的高质量发展提供重要支持。

随着技术的不断提升，赛英特预计将引领晶圆测试技术的新潮流，推动国内半导体产业的整体升级。 

综上所述，赛英特半导体在晶圆动态参数测试领域的最新专利申请，将为半导体行业带来一场新的技术变革。

作为行业中的重要玩家，赛英特不仅通过坚持不懈的技术创新推动自身的发展，也为整个行业的进步贡献了力

量。在激烈的市场竞争中，企业需要把握技术趋势，利用新技术实现产品的迭代与升级，以立足于未来的市场。 

 


